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(57) Abstract: The invention relates to an arrangement (1) of an electrical component (3) placed on a substrate (2), at least one film 
(5) comprising a plastic material being provided and at least one part (52) of the film being connected to the component and to the 
substrate in such a way that a surface contour (1 1) defined by the component and the substrate is represented in a surface contour (51) 
of the part of the film. Said film is laminated onto the component and the substrate in such a way that the film follows the topology 
of the arrangement consisting of the component and the substrate. Said film is in contact with the component and the substrate in 
a positive and non-positive manner, and comprises a composite material containing a filler that is different to the plastic material. 
The processability and the electrical properties of the film are influenced by the filler or the composite material obtained thereby. In 
this way, other functions can be integrated into the film. Said component is, for example, a power semiconductor component. An 
electrically insulating and thermoconductive film is used, for example. A contact surface of the power semiconductor component is 
electrically contacted through the film. The thermal conductivity of the film enables heat created during the operation of the power 
semiconductor component to be efficiently carried away. 



^ (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anordnung (1) eines elektrischen Bauelements (3) auf einem Substrat (2), wo- 

Obei mindestens eine einen Kunststoff aufweisende Folie (5) vorhahden ist und zumindest ein Teil (52) der Folie mit dem Bauelement 
und dem Substrat derart verbunden ist, dass 
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eine durch das Bauelement und das Substrat gegebene Oberflachenkontur (1 1) in einer Oberflachenkontur (51) des Teils der Folie 
abgebildet ist. Die Folie wird derart auf dem Bauelement und dem Substrat auflaminiert, dass die Folie der Topologie der Anord- 
nung aus Bauelement und Substrat folgt. Die Folie steht mit dem Bauelement und dem Substrat in form- und kraftschlussigen 
Kontakt. Die Folie weist einen Verbundwerkstoff mit einem vom Kunststoff verschiedenen Fullstoff auf. Mit Hilfe des Fullstoffs 
beziehungsweise des dadurch gewonnen Verbundwerkstoffs werden die Verarbeitbarkeit der Folie und die elektrischen Eigenschaften 
der Folie beeinflussL So konnen weitere Funktionen in der Folie integriert werden. Das Bauelement ist beispielsweise ein Leistung- 
shalbleiterbauelement. Beispielsweise wird eine elektrisch isolierende und thermisch leitfahige Folie eingesetzt. Durch die Folie 
hindurch wird eine Kontaktflache des Leistungshalbleiterbauelement elektrisch kontaktiert Durch die thermische Leitfahigkeit der 
Folie kann eine Warme, die im Betrieb des Leistungshalbleiterbauelements entsteht, effizient abgeleitet werden. 



